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１．概要（Summary） 

前年から継続して、外部からの入力に反応するセンサ

信号を用いたニューラルネットワークによる情報処理につ

いての研究を行う。製作するセンサデバイスから得られた

信号をニューラルネットワークに適用、その学習に適する

ニューラルネットワーク構成について探索する。センシン

グで必要な処理ごとに最適化されたニューラルネットワー

クを形成可能とすることが研究の最終目的である。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナ（ミカサ社製 MA-10） 

デュアルイオンビームスパッタ装置(ハシノテック社製、

10W-IBS)  

【実験方法】 

SOI 基板上に形成したシリコン単結晶構造を用いたセ

ンサを形成する。各部寸法などの設計パラメータについ

ては、これまでの試作結果を反映して決定した。センサの

信号はピエゾ抵抗型読み出しを用いる。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

薄膜形成とリソグラフィー装置によるパターニングを組

み合わせることで、Fig. 1 に示す高アスペクト比構造を持

つセンサの構造体を精密に製作することができた。本構

造体で最も細い部分は幅 13m となっており、奥行方向

に高いアスペクト比を持つ立体構造を有している。 

また、CAD 設計により、丸みを帯びたセンサ構造部の形

成にも成功している。Fig. 2 は曲線状の構造を持つ立体

的センサの一部であり、マスクアライナの加工精度を考慮

した適切な設計パターンとすることで設計通りの微細構造

を形成することに成功している。対象に適応したニューラ

ルネットワークの構成を検討する上では、マルチアレイ化

による情報量の増加が過学習を防ぐ意味でも有用であり、

今後引き続いてマルチアレイ型センサの形成と学習への

適用を行ってゆく。 

 

 
Fig. 1. Sensor Structure with high-aspect ratio 
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Fig. 2. Fabricated part of the sensor chip. 
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